广东利扬芯片测试股份有限公司投资者关系活动记录表
证券代码：688135                                公司简称：利扬芯片
广东利扬芯片测试股份有限公司
投资者关系活动记录表
	投资者关系活动类别
	业绩说明会（集体接待日）

	活动主题
	利扬芯片-向新提质 价值领航——2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会

	会议时间
	2025年09月19日-14:00-17:00

	地点/方式
	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会

	参会人员
	董事长：黄江
董事、总经理：张亦锋
董事、董事会秘书兼财务总监：辜诗涛

	投资者关系活动主要内容介绍
	一、投资者网络文字互动环节
（1）公司近期中标的项目有哪一些？
尊敬的投资者，您好。公司具体合作的客户及内容基于商业机密，不方便透露，后续可留意公司相关公告，感谢您对公司的关注。
（2）请问马来西亚的数据中心项目进行到什么阶段了？什么时候可以结算？
尊敬的投资者，您好。公司具体合作的客户及内容基于商业机密，不方便透露，后续可留意公司相关公告，感谢您对公司的关注。
（3）请问贵司和平头哥有业务合作吗？
尊敬的投资者，您好。公司具体合作的客户及内容基于商业机密，不方便透露，后续可留意公司相关公告，感谢您对公司的关注。
（4）请介绍一下贵司业务增量业务主要有哪些？
尊敬的投资者，您好！公司2025年第二季度集成电路测试相关营业收入创公司成立以来单季度历史新高；主要原因：一方面，部分品类延续去年旺盛的测试需求和部分存量客户终端需求好转；另一方面，新拓展客户新产品陆续导入并实现量产测试；综上使得相关芯片的测试收入同比大幅增长（如高算力、存储、汽车电子、卫星通讯、SoC、特种芯片等）；另外，随着客户不断积累并实现量产，前期布局的产能逐渐释放，晶圆磨切业务收入较上年同期大幅增长。感谢您对公司的关注。
（5）利扬芯片，扬帆起航，祝取得更好的成绩
尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。
（6）公司一体两翼介绍一下
尊敬的投资者，您好。公司坚持聚焦集成电路测试主业，打造“一体两翼”的战略布局。左翼围绕晶圆减薄、激光开槽、隐切等技术服务，这是芯片从晶圆测试到封装的必备环节，是公司主营业务向下的延展，可以充分满足客户日益增长的对芯片产品高品质和低成本的综合诉求。右翼联合叠铖光电达成独家合作，提供晶圆异质叠层以及测试等工艺技术服务。
（7）收购国芯微(重庆)科技有限公司进展如何
尊敬的投资者，您好。公司在签署《股权转让意向书》后，对国芯微(重庆)科技有限公司的财务数据、法律风险等方面进行尽职调查、评估等相关工作，目前前述工作仍在进行中；收购计划没有发生改变，公司将严格按照相关法律法规的规定，根据本次交易进展及时履行内部决策审批程序及后续的信息披露义务。感谢您对公司的关注。
（8）请问贵公司在芯片生产和测试方面，和华为有没有合作
尊敬的投资者，您好。公司具体合作的客户及内容基于商业机密，不方便透露，后续可留意公司相关公告，感谢您对公司的关注。
（9）随着封测景气度大幅回暖，同业已率先业绩大幅回暖，公司预计25年全年盈利能力是否会有较大正增长？
尊敬的投资者，您好。您可关注我们的定期报告财务和对未来预期的展望部分，感谢您对公司的关注。
（10）您好，贵司收购工作进展如何
尊敬的投资者，您好。公司在签署《股权转让意向书》后，对国芯微(重庆)科技有限公司的财务数据、法律风险等方面进行尽职调查、评估等相关工作，目前前述工作仍在进行中；收购计划没有发生改变，公司将严格按照相关法律法规的规定，根据本次交易进展及时履行内部决策审批程序及后续的信息披露义务。感谢您对公司的关注。



